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全文摘要
M SUB材料被视为市场潜力巨大的关键材料，尤其在1.6T光模块及以上应用中，预计未来市场空间可达数百亿规模，引发行业高度关注。讨论聚焦于设备厂家的订单增长，以及对电镀线、曝光机、激光钻孔设备，和铜箔、药水等核心材料国产化的乐观预期。这不仅预示着产业链的深度变革，也暗示着国产替代的机遇与挑战并存。M STAR的扩张趋势被视为行业发展的催化剂，为设备及材料领域带来新的增长点。整体而言，M SUB材料的升级与国产化趋势正推动市场空间的大幅拓展，预示着产业链将迎来一轮新的发展机遇。

章节速览
00:00 M-Sub材料升级与市场空间分析
报告聚焦于M-Sub材料在1.6T光模块及更高规格产品中的应用前景，分析了其市场空间与技术升级趋势。M-Sub材料因工艺进步，适用于10到14层的复杂结构，展现出比传统工艺更强的先发优势。预计至27年，M-Sub PCB市场空间可达300亿至400亿，28年翻倍至700亿至800亿。市场快速扩容始于26年Q3Q4，M-Sub材料不仅在1.6T光模块中表现突出，其单位价值有望持续提升，成为长期增长的明确环节。

04:23 M Sub行业扩产趋势与设备需求分析
对话讨论了M Sub行业扩产趋势，指出电镀线、曝光机及激光钻孔设备需求显著增加，尤其是曝光机在m sub领域的国产化率提升明显，订单量大幅增长。同时，激光钻孔设备也出现缺口，二氧化碳设备产能紧张，超快激光技术正成为新趋势。材料端变化主要集中在铜箔和药水，陈彤压合、闪读闪时及电镀和闪石环节将迎来变革。

07:21 mSAP技术国产化与设备材料市场展望
讨论了mSAP技术国产化替代趋势，指出主链设备扩产与铜箔、药水材料需求增加，预计四季度开始量产后市场将有显著增长，设备端重点关注新型微组装，材料端看好铜箔与药水国产化替代契机。

发言总结
发言人1
着重讨论了市场对材料升级的关注，特别提到了m sub和m star在1.6T光模块及更高产品中的重要性，预期市场空间将快速增长。他指出设备供应紧张，包括电镀线、曝光机和激光钻孔设备，预示未来需求将持续扩大。此外，他强调了材料端的变化，特别是铜箔和药水的重要性，认为它们将是未来发展的关键因素。最后，他对与会者表示感谢，并介绍了会议和专业工具的更多信息。

要点回顾
m sub材料升级在市场上的地位如何，以及其适用的产品领域有哪些？对于m sub市场的空间预估是如何的？
发言人1：m sub材料升级是市场中备受关注的焦点，尤其在接近四季度时间节点时，市场对下一代材料如奥创一代等非常感兴趣。m sub主要对应1.6T光模块及以上的高端产品，并可能向下一代产品进行兼容扩展，如800级产品。此外，m sub还会与1.6T光模块的放量节奏高度相关，并且在NPO架构中也有广泛应用。预计到27年，M的PCB市场空间可能达到300亿至400亿，而在28年可能会翻倍至700亿至800亿。尤其是在25到26年前期，市场将经历一个突然间的快速扩容阶段。

在m sub材料扩产过程中，哪些材料环节的变化最为显著？
发言人1：在m sub材料扩产过程中，铜箔和药水是主要发生变化的环节，因为它们在陈彤压合、闪读闪时以及电镀和闪石等过程中起到关键作用。

m sub材料相较于之前的工艺有何显著变化？
发言人1：m sub材料的工艺相较于之前的光模块工艺有较大升级，现在主要采用10到12层甚至14层的设计，特别是在1.6T上以5加2加5或10加2加10的架构进行材料升级，这为具备消费版HDI和有载板能力的厂商提供了先发优势。

m star目前处于什么样的发展阶段？
发言人1：m star目前处于明显的扩展趋势阶段，多个厂商如深南、景旺红板和新森方正都在积极扩产。按照预测，明年27年1.6T光模块需求量可能达到4000万至8000万只，其中800G需求量占比较高，而NPO需求量约为2500万只。

目前m sub材料扩产趋势及其对设备的需求情况如何？
发言人1：目前m sub材料扩产趋势明显，设备厂家已出现订单短缺情况，涉及电镀线、曝光机和激光钻孔三大设备。其中，电镀线以艾美特为主导，但国内替代品牌如东威也开始崭露头角；曝光机方面，国产化率较低，但在m sub领域订单增长迅速，尤其是超快激光钻孔设备的需求增加，而主流仍是二氧化碳激光钻孔机。

在当前阶段，哪些环节的弹性较大，可能会有较大的需求增长？在材料端，哪些产品有明显的国产替代趋势？
发言人1：在当前阶段，弹性较大的环节主要是药水和铜箔，尤其是药水铜箔。主链加设备也是一个阶段性弹性更大的方向，因为主链在疯狂扩产，并可能在Q4到明年Q1开始边际弹性起来。材料端中，载体铜箔和M药水属于导入阶段，具有明确的国产期待。特别是载体彤因其工艺需求和单价较高，未来一定会经历大规模国产替代阶段。

设备方面，有哪些细分领域或产品具有高增长预期？
发言人1：设备重点在于新型微装设备，不仅限于m sap，还包括cos l和ABF展板等领域。目前有2到3个关键环节在共振，订单角度将持续上调，例如七月份cos l的订单已覆盖到明年。

对于BT载板和M top的材料导入情况及量产出货时间点的预测是什么？关于药水市场的国产替代趋势及毛利率情况如何？
发言人1：预计今年三季度BT载板可能先在非HBM存储应用上导入，M top层面则从12层到24层逐步导入，明年一二季度量可能会出现显著增长，类似今年HOP同步或二代步梯步的斜率增长情况。目前HBI上的药水毛利率在50% MP以上，甚至可能达到60%，价格也比现在高出15%到20%。安美特的产能后续可能会出现国产替代的契机。

整体上对于m sub国产化的判断以及国产替代节奏的看法是怎样的？
发言人1：尽管载板国产化率较低，但M sub已经有中国企业进行生产。随着中国企业在光刻胶和PCB领域的企业增多，对应到PCB需求上，国产替代的节奏将逐步提升。

